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5 Beschreibung 

Thenmoplastische Blends zur Implantierung von elektrischen Modulen in einen 

Kartenkorper 

10 

Die Erfindung betrifft fhermoplastisclie Blends, die mit einem implantierstempel bei 
ISOX aktiviert und zur Verklebung von elektrtechen Modulen mit Kartenkorpem 
eingesetzt warden. 

15 

Zur Implantierung von elektrischen Modulen in Kartenkorpern sind im Stand der Technik 
bereits eine VIelzahl von Klebstofffolien Oder Fugeverfahren bekannt. Ziel dieser 
Implantlemngen ist die Herstellung von Telefonkarten, Kreditkarten, Parkautomatkarten, 
Versicherungskarten, etc.. Beispieie fur die entsprechenden Verklebungsverfahren finden 
20 sich Z.B. in den Patentschriften EP 0 842 995 A, EP 1 078 965 A und DE 199 48 560 A. 

In diesem Bereidn der Verklebung steigen aber kontinuierlich die Anforderungen an das 
Klebesystem. So muss der Kieber eine gute Haftung auf Polycarbonate auf ABS, PVC 
und PET aufvveisen^ aber ebenso eine gute Haftung zum elektrischen Modul. Hier wind in 

25 der Regel auf Epoxy-Materialien, Poyestem Oder Polyimiden verklebt Fruher wurden 
Cyan-Acrylate als Russigkleber eingesetzt, die den Vorteil aufweisen, dass eine optimale 
Benetzung des Kartenkdrpers sowie des elektrischen Chips eizielt wurde. Diese 
Technologie ist aber im Aussterben begriffen, da die Prozesse sehr langsam sind. Das 
Losemtttet verdampfle nur langsam aus der iCavhat des Kartenkorpers, die Spritzen zur 

30 Dosierung verstopften beim StQIstand durch Austrccknen und waren zudem schlecht 
dosierbar und der Ftussigkleber bendtigte ebenlaDs eine gewisse Zeit zum Ausharten. Als 
Resultat war die Qualitat der Verklebung recht schlecht 

Hier zeigen sich die Schmelzhaftkleber den FIQssigkiebem deutiich uberlegen. Dennoch 
35 ist die Auswahl an geeigneten Verbindungen auch hier sehr eingeschrankt, da sehr hohe 
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Anfordeaingen an diese Fugetechnik gestellt werden. Eine EInschrankung sind die sehr 
unterschiedlichen Materialien, die verklebt werden mussen. Durch die sehr 
unterschledlichen Polaritaten von PC, PVC. PET, ABS, Epoxy und Polyimid ist es 
unm^lich ein einzelnes Polymer zu finden, welches auf alien Materialien gleich gut 
5 haftet Eine Moglichkeit zur Steigemng der Adhasion auf versc^iedenen Substraten ist 
die Mischung von verschiedenen Klebstoffen. Aber auch hier besteht das Problem, eine 
stabile Mischung zu erzielen, die sich nicht nach mehreren Wochen phasensepariert und 
somit die Adhasion wiederum verschlechtert. Dies gilt insbesondere auch fur langere 
L^geaingen bei erhohten Temperaturen. 

10 

Weiterhin steigen die Anfordeaingen der Endkunden immer weiter an. So ist z.B. die 
Ebenheit des elektrischen Moduls mit dem Kartenkorper ein wichtiges Kriterium, da 
ansonsten die Karten nicht mehr ausgelesen werden konnten. Dies bedingt, dass die 
Impiantiertemperaturen nach oben begrenzt sind, da z.B. insbesondere PVC bei 

1 5 Impiantiertemperaturen von oberhaib 1 70''C zu Verformungen neigt. 

Ein weiteres Kriterium ist die Anforderung aus dem Bankenbereich, dass die elektrischen 
l\^odule nicht zerstdrungsfrei sich entfemen lessen. Dementsprechend muss die innere 
Kohasion des Klebers sehr hoch sein, so dass er nicht in der Mitte spaltet und die 
Haftung zu beiden Seiten (Kartenkorper + elektrisches IVIodul) exbrem hoch ist. 

20 Gleichzeitig muss der Kleber auch eine sehr hohe Flexibilitat aulweisen, da die Karten 
nach der Implantierung Torsionstests und Biegetest durchlaufen. Bevbrzugt sollte erst 
das Kartenmaterial brechen bevor die Haftung zum Kartenkorper und zum elektrischen 
l\/Iodul aussetzL In der Regel werden noch nicht einmal Abhebungen am Rand geduldet 
Ein weiteres Kriterium sind Temperaturschwankungen und der Einfluss von Feuchtigkeit, 

25 da diese Karten In der spateren Benufzung sowohl hohe als auch tiefe Temperaturen 
stand halten und zum TeD auch einmal einen Waschdurchgang Qberstehen mussen. 
Dementsprechend sollte der Kleber bei tiefen Temperaturen nicht versproden, bei hohen 
Temperaturen nicht verflussigen und eine geringe Tendenz zur Aufnahme von Wasser 
besitzen. 

30 Ein weiteres Anforderungskriterium ist durch die wachsende Anzahl des Kartenbedaris 
die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Kleber sollte sehr schnell erweichen oder 
Aufschmelzen. damit der Implantierprozess innertialb einer Sekunde abgeschlossen 
werden kann. 
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Der Erfindung liegt in Anbetracht dieses Standes der Technik die Aufgabe zu Grunde, 
eine Klebstofffolie zum implantieren von elektrischen Moduien in einen Kartenkdrper 
anzugeben, welche die oben genannten Kriterien erfullt und insbesondere be! 
Implantiertemperaturen von ISC'C im Stempel zu den unterschiedlichen Kartenkorpem 
5 und elektrischen Moduien elne sehr hohe Haftung ausbildet. 

EifindungsgemaB wird die Aufgabe geidst durch eine Klebstofffolie, bestehend aus einem 
Blend aus Themioplasten T1 und T2, wobei das Kiebesystem 

a) eine Enveichungstemperatur von groKer 65 °C und kleiner 125 ""C aufweist 
10 b) einen nach Testmethode A gemessenen Speichermodul G' bei 23 X von gro&er 
10^ Pas besifzt 

c) einen nach Testmethode A gemessenen Veriustmodul G" bei 23 X von groKer 
10^ Pas besifzt 

d) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125 ''C 
15 aufweist. 

Die crossover-Tern peratur muss unterhalb 125 ''C liegen, da ansonsten der Kleber nicht 
flieKfahig werden wurde und somit nicht die Kartenoberflache sowie das elektrische 
Modul optimal benetzen wurde. Am crossover-Punkt schneiden sich die Kurven von 
20 Speichermodul G' und Veriustmodul G"; physikalisch ist dies als Gbergang von 
elastlschem zu viskosem Verhaiten zu interpretieren. 

Weiterhin muss der elastische Anteil, also der Speichermodul G' bei grower 10^ Pas und 
der viskose Anteil, also der Veriustmodul G" bei grofier 10^ Pas liegen, da ansonsten 
kelne opt'male Rexibilitat des Klebers gewahrleistet wird. Der KIet>er muss die 
25 aufiretenden Belastungen zwischen l^vtenkorper und elektrischem Modul auch unter 
starken Verbiegungen gewahrleisten. Daher ist ein rheologisch optimiertes 
viskoelastisches Verhaiten erforderiich. 

Durch die erfindungsgema&e Mischung der thermoplastischen Blends wird eine 
Verbesserung der Adhaslon zum KartenKorper erreicht. die mil den singularen 
30 Thermoplasten nicht zu erreichen ist. 

Die Veridebung des elektrischen Moduls 2 mit einem Kartenkdrper 3 ist in Fig 1 
schematisch dargestelK. Der erfinderische Temperatur-aktivierbare Kleber 1 besitzt in 
einer bevorzugten Auslegung eine Schichtdicke zwischen 10 und 100 pm, in einer 
35 besonders bevorzugten Auslegung eine Schichtdicke von 30 bis 80 pm. 
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Hitze-aktivierbare thermoplastische Blends 

Der Hitze-aktivierbare Kleber besteht aus einem Blend von mindestens zwei 
5 thermoplastischen Materialien T1 und T2. 

In einer bevorzugten Auslegung werden zwei unterschiedliche thermoplastische 
Polymere miteinander vermischt. Das Mischverhaltnis der beiden Thermoplasten T1 und 
T2 betragt zwischen 5:95 (T1 : T2) und 95:5 (T1 : T2). In einer bevorzugten Auslegung 
betragt das Mischverhaltnis zv\nschen 10:90 (Tl : T2) und 90:10 (T1:T2). 

10 In einer sehr bevorzugten Auslegung werden die thermoplastischen Materialien T1 und 
T2 unabhangig voneinander aus der Gmppe der folgenden Polymere gewahit: 
Polyurethane, Polyester, Polyamide, Ethylenvinylacetate, Synthesekautschuke, wie z.B. 
Styrolisopren Di- und Triblockoopolymere (SIS), Styrolbutadien Di- und 
Triblockcopolymere (SBS), Styrolethylenbutadien Di- und Triblockcopolymer (SEES), 

15 Polyvinylacetat, Polyimide, Polyether, Copolyamide, Copolyester, Polyolefine, wie z.B. 
Polyethylen, Polypropylen, oder Poly(meth)acrylate. 
Die Aufzahlung besitzt keinen Anspruch auf Voilstandigkeit. 

In einer weiteren Ausfuhrung der Erfindung werden thermoplastische Blends aus einer 
20 Polymergruppe gewahit, wobei sich dann die Polymere in ihrer chemischen 
Zusammensetzung unterscheiden. 

Zur Erreichung der Aktivierungstemperaiur unterhalb 125 ""C sollte zumindest Tl oder T2 
eine AkUvierungsiemperatur unterhalb 125 ""C besitzen. 

25 

Der thermoplastische Blend besitzt e!nen Erweichungsbereich zwischen 65 und 125 ""C. 

Weiterhin besitzt zumindest eines der Thermoplasten T 1 oder T2 

a) einen nach Testmethode A gemessenen Speichermodul G' bei 23 ""C von groRer 
30 10^ Pas 

b) einen nach Testmethode A gemessenen Verlustmodul G" bei 23 "^C von grofier 10° 
Pas 

c) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125 ''C 



wo 2005/063908 



5 



PCT/EP2004/053631 



Zur Optimierung der klebtechnischen Bgenschaflen und des Aktivierungsbereiches 
iassen sich optional Klebkraft-steigemde Harze Oder Reaktivharze hinzusetzen. Der 
Anteil der Harze betragt zwischen 2 und 50 Gew.-% bezogen auf den thermopiastischen 
Blend. 

5 

Als zuzusetzende klebrigmachende Harze sind ausnahmslos alle vorbekannten und in 
der Literatur beschriebenen Klebharze einsetzbar. Genannt seien stellvertretend die 
Pinen-, inden- und Kolophoniumharze, deren disproportioniertei hydrierte, polymerisierte, 
veiBsterte Derivate und Seize, die aliphatischen und aromatischen 

10 KohlenwasserstoffharzB, Terpenharze und Terpenphenolharze sowie C5-^ C9- sowie 
andere KohlenwasserstofFharze. Beliebfge Kombinafionen dieser und weiterer Harze 
konnen eingesetzt werden, um die Eigenschaften der resultierenden Klebmasse 
wunschgemaQ einzustellen. Im allgemeinen Iassen sich alle mit dem entsprechenden 
Thermoplasten kompatiblen (losllchen) Harze einsetzen, insbesondere sei verwiesen auf 

15 alle aliphatischen, aromatischen, alkylaromatischen Kohlenwasserstoffharze, 
Kbhienwasserstoffharze auf Basis reiner Monomere, hydrierte Kohlenwasserstoffharze, 
funktionelle Kohlenwasserstoffharze sowie Naturharze. Auf die Darstellung des 
Wissensstandes im ^Handbook of Pressure Sensitive Adhesive Technology" von Donatas 
Satas (van Nostrand, 1989) sei ausdrucklich hingewiesen. 

20 

In einer wetteren Ausfuhrung werden dem thermoplatischen Blend Reaktivharze 
hinzugegeben. 

Eine sehr bevorzugte Gruppe umfasst Epoxy-Harze. Das Molekulargewicht Mw 
(Gewichtsmittel) der Epoxy-Harze vanlert von 100 g/moi bis zu maximal 10000 g/mol fur 
25 polymere Epoxy-Harze. 

Die Epoxy-Haize umliassen zum Beispiel das Reaktionsprodukt aus Bisphenol A und 
Epichlorhydrin, das Reaktionsprodukt aus Phenol und Formaldehyd (Novolak Harze) und 
Epichlorhydrin, Glycidyl Ester, dias Reaiaionsprodukt aus Epichlorhydrin und p-Amino 
30 Phenol. 



Bevorzugte kommerzielle Beispiele sInd z.B. Araldite™ 6010, CY-281™ ECN™ 1273, 
ECN™ 1280, MY 720, RD-2 von Ciba Geigy, DER™ 331, DER^ 732, DER™ 736, DEN™ 
432, DEN™ 438, DEN™ 485 von Dow Chemical, Epon™ 812, 825, 826, 828, 830, 834, 
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836. 871, 872,1001, 1004, 1031 etc. von Shell Chemical und HPT™ 1071, HPT™ 1079 
ebenfalis von Shell Chemical. 

Beispiele fur kommerzielle aliphatische Epoxy-Harze sind z.B. Vinylcyclohexandioxide, 
5 wie ERL-4206, ERL-4221, ERL 4201, ERL-4289 Oder ERL-0400 von Union Carbide 
Corp. 

Als Novolak-Harze konnen z.B. eingesetzt werden, Epi-Rez™ 5132 von Celanese, 
ESCN-001 von Sumitomo Chemical, CY-281 von Ciba Gelgy, DEN™ 431, DEN™ 438, 
10 QuatfBx 5010 von Dow Chemical, RE 305S von Nippon Kayaku, Epidon™ N673 von 
DaiNipon Ink Chemistry oder Epicote™ 152 von Shell Chemical. 

Weiterhin lessen sich als Reaktivharze auch Melamln-Haize einseizen, wie z,B. Cymel™ 
327 und 323 von Cytec. 

15 

Weiterhin lessen sich als Reaktivharze auch Terpenphenolharze, wie z.B. NIREZ™ 2019 
von Arizona Chemical einsetzen. 

Weiterhin lessen sich als Reaktivharze auch Phenolharze, wie z.B. YP 50 von Toto 
20 Kasei, PKHC von Union Carbide Corp. und BKR 2620 von Showa Union Gosei Corp. 
einsetzen. 

Weiterhin lessen sich als Reaktivharze auch Polyisocyanate, wie z.B. Coronate™ L von 
Nippon Polyurethan Ind. , Desmodur™ N3300 oder Mondur™ 489 von Bayer einsetzen. 

25 

Um die Reaktion zwischen den beiden Komponenten zu beschleunigen, lassen sich auch 
optional Vernetzer urid Beschleuniger in die Mischung zu additivieren. 

Als Beschleuniger eignen sich z.B. Imidazole, kommerziell erhaltlich unter 2I\/I7, 2E4MN, 
30 2PZ-CN, 2PZ-CNS, P0505, L07N von Shikoku Chem. Corp. Oder Curezol 2MZ von Air 
Products. 

Weiterhin lassen sich auch Amine, insbesondere tert-Amine zur Beschleunigung 
einsetzen. 

35 
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Neben Reaktivharzen lassen sich auch Weichmacher einsetzen. Hier konnen in einer 
bevorzugten Ausfuhrung der Erfindung Weichmacher auf Basis, Polyglykclethem, 
Polyethylenoxiden, Phosphalestem, aliphatische Carbonsaureester und 
Benzoesaureester eingesetzt werden. Weiterhin lassen sich auch aromatische 
5 Carbonsaureester, hohermolekulare Diole, Sulfonamide und Adipinsaureester einsetzen. 

Weiterhin konnen optional Fullstoffe (z.B. Fasem, RuB, 2nkoxid, Titandioxid, Kreide, 
Voll- Oder Hohlglaskugein, Mikrokugein aus anderen Materialien, Kieselsaure, Silikate), 
l^imbadner, Blahmittel, Compoundierungsmittel und/oder Alterungsschutzmittel, z.B. in 
10 Form von primaren und sekundaren Antioxidantien Oder in Form von Ltehtschutzmittein 
nxgesetzt sein. 

In einer weiteren bevorzugten AusfuhrungsForm des erfindungsgemaSen 
Haftklebebandes werden fur die Thermoplaste T1 oder T2 Polyoiefine, insbesondere 
15 Poly-a--olef!ne eingesetzt, wobei mindestens ein Thermoplast T1 oder T2 einen 
Erweichungstemperatur von groBer 65 ""C und Kleiner 125 ""C aufweist und sich ebenfalls 
nach der Veridebung wahrend des Abkuhlens wieder verfestigen. Von der Firma 
Degussa sind unter dem Handelsnamen Vestoplast™ unterschiedliche Hitze-aktivierbare 
Poly-a-olef!ne kommeiziell erhaltlich. 

20 

Die thermoplatischen Blends weisen in einer bevorzugten Ausfuhrungsfomi statische 
Erweichungstemperaturen Te^ oder Schmelzpunkte Ts^ von 65 '^C bis 125 auf. Die 
Klebkraft dieser Polymere kann durch gezielte Additivierung gesteigert werden. So lassen 
sich Z.B. Polyimin- oder Poiyvinylacetat-Copoiymere als klebkrafifordernde Zusatze 
25 venA^enden. 

Der IHitze-aktrvlerbare Kleber dient insbesondere als Klebstofifblie zur Veridebung von 
elektrischen Chipmodulen in Kartenkorpem, wobei die jeweilige Klebschicht eine sehr 
gute l-faftung zum Kartenkorper und zum elektrischen Chipmodul nach der 
30 TemperaturakUvierung ausbildet. 

Verfahren zur Herstellung 

Die thermolastischen Blends konnen aus Losung oder in der Schmeize hergestellt 
35 werden. Fur die Herstellung des Blends in Losung werden bevonzugt Losemittel 
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eingesetzt, in denen zumindest eines der Thermoplasten T1 oder T2 eine gute Loslichkeit 
aufweist. Zur Hersteilung der Mischung werden die bekannten Ruhraggregate eingesetzt. 
HierfOr kann auch der Eintrag von Warme erforderiich sein. AnschlieBend werden die 
Blends aus Losung Oder mehr bevorzugt aus der Schmeize beschichtet. Fiir die 
5 Beschichtung aus der Schmeize wird dem thermoplastischen Blend zuvor das 
Ldsungsmittel entzogen. In einer bevorzugten Ausfuhrung wird das Ldsemittel in einem 
Aufkonzentrationsextruder unter vermindertem Druck abgezogen, wozu beispielsweise 
Ein- Oder Doppelschneckenextruder eingesetzt werden konnen, die bevorzugt das 
Ldsemittel in verschtedenen Oder gleichen Vakuumstufen abdestillieren und uber eine 
10 Feedvorwarmung verfugen. Dann wird uber eine Schmelzduse Oder eine Extrusionsduse 
beschichtet, wobei gegebeneniialls der Klebefllm gereckt word, um die optimale 
Beschichtungsdicke zu erreichen. 

in einer weiteren AusfQhrung der Erfindung wird der thermoplastische Blend in der 
15 Schmeize hergestellL Fur die Vermischung der Harze kann ein Kneter Oder ein 
Doppelschneckenextruder oder ein Planetwatzenextruder eingesetzt werden. 
Die Beschichtung erfolgt dann wiederum aus der Schmeize. Es wird uber eine 
Schmelzduse oder eine Extrusionsduse beschichtet wobei gegebenenfalls der Klebefilm 
gereckt wird, um die optimale Beschichtungsdicke zu erreichen. 

20 

Als Tragermaterialien fur den thermoplastischen Blend werden die dem Fachmann 
gelaufigen und ubiichen Materialien, wie Pollen (Polyester. PET, PE, PP, BOPP, PVC, 
Polyimid), Vliese. Schaume, Gewebe und Gewebefolien sowie Trennpapier (Glassine, 
HDPE, LDPE) verwendet Die Tragermaterialien sollten mit einer Trennschicht 
25 ausgerustet sein. Die Trennschteht besteht in einer sehr bevoizugten Auslegung der 
Erfindung aus einem Silikontrenniadc oder einem fluorierten Trennlack. 

Beispieie 

30 

Testmethodea: 
RheoIogieA) 

Die Messung wurde mit einem Rheometer der Fa. Rheometrics Dynamic Systems (RDA 
35 II) durchgefuhrt. 



wo 2005/063908 



9 



PCT/EP2004/053631 



Der „Rheomatics Dynamical Analyser" (RDA II) misst das auftretende Drehmoment bei 
Aufbringen einer oszillierenden Scherung auf eine Streifenprobe (Deformab'onssteue- 
mng). Der Probendurchmesser betnjg 8 mm, die Probendicke betrug zwischen 1 und 2 
mm. Es wurde mit der Platte-auf-Platte-Konfiguration (parallele Platten) gemessen. Es 
5 wurde der Temperatur-Sweep von 0 bis 150 ''C mit einer Frequenz von 10 rad/s 
aufigenommen. 

Iso-Bending B) 

Der Iso-Bending Test wird analog der Iso/iEC-Nonm 10373 : 1993 (E) - section 6.1 
10 durchgefuhrL Der Test gilt ais bestanden, wenn insgesamt mehr als 4000 Biegungen 
erreicht werden. 

Extrem'Biegetest C) 

Im Extrembiegetest wird ein 3 cm breiter Ausschnitt mit dem elektrischen Modul in der 
15 Mitte liegend aus der Chipkarte ausgeschnitten und dann 10 x von 3 cm Breite auf 2.5 cm 
Brefte zusammengedruckL Der Test gilt als bestanden, wenn das eleklrische Modul sich 
nicht herauslosL 

Handiest D) 

20 Im Handtest wird die Chipkarte mit der Hand uber eine der beiden Ecken, die naher zum 
elektrischen Modul liegen, so weit gebogen, bis dass die l^rte bricht oder das Modul 
bricht. Dann gilt der Test als bestanden. Falls das eiektrische Modul sich lost oder 
herausspringt, gilt der Test als nicht bestanden. 

25 Obrige Tesfmettioden 

Die Bestimmung der Erweichungstemperaturen erfblgt bevoizugt uber die DlfFerentiai 
Scanning Calorimetry (DSC). 

MolmassenbesSmmungen eriblgten uber GPC-Messungen (Gelpermeationschromato- 
grafie). (HersteDung einer L5sung aer Krooe in letrahydrofliran mit einer Konzentration 

30 von 3g/l; Losungsvorgarg 12 Stunden bei Raumtemperatun danach Filtration der Losung 
durch einen 1|jm EinmalfHter, Zusatz von ca. 200 ppm Toluol als intemer Standard. 
Mittels eines Autosamplers werden 20|jl der Losung wie folgt chromatografiert: Nach 
einer 10^A Saule von 50 mm Lange folgen eine lO^A, eine 10^A und eine lO^A Saule mit 
jeweils einer Lange von 300mm. Als Eluent dient Tetrahydrofuran, das mit einer Russrate 

35 von 1,0ml/min gepumpt wird. Die Kalibrierung der Saulen erfolgt mit Polystyrolstandards, 
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die Detektion erfolgt uber die Messung der Andeaing des Brechungsindex mit Hilfe eines 
Shodex Differentialrefralctometers Rl 71). 



Untersuchungen 

5 

Referenz 1) 

Polyamidfolie XAF 34.408 der Fa. Collano-Xiro 



Referenz 2} 

1 0 PU-Folie XAF 36.304 der Fa. Coliano Xiro 
Referenz 3) 

Copolymer Grilltex 1519 der Fa. EMS-Grilltex 

15 Referenz 4) 

Copolyamid (^lltex 1500 der Fa. EMS-Grintex 



20 Beispiel 1) 

30 Gew.-% Griltex 1616 E (Copolyester) der Fa. EMS-Griltech und 70 Gew.-% Platamid 
2395 (Copolyamid) der Fa. Atofina wurden in einem Me&kneter der Fa. Haake be! ca. 
130 ""C und 15 Minuten bei 25 U/min. abgemischt. Die Hitze-akOvierbare Klebemasse 
wurde anschlieOend zwisdien zwei Lagen sHikonisiertem Glasssne-Trennpapier auf 60 
25 pm ausgepresst bei 140 X. 



BeisDiel 2) 

50 Gew.-% Gnltex 1365 E (Copolyester) der Fa. EMS-Griltech und 50 Gew.-% Griltex 
30 1442 (Copolyester) der Fa. EMS-Griltech wurden in einem Me&kneter der Fa. Haake bei 
ca. 130 "C und 15 Minuten bei 25 U/min. abgemischt. Die Hitze-aktivierbare Klebemasse 
wurde anschliel^end zwischen zwei Lagen silikonisiertem Glassine-Trennpapier auf 60 
pm ausgepresst bei 140 ''C. 



35 
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Beispiel 3) 

80 Gew.-% Griltex 9 E (Copolyester) der Fa. EMS-Grilltech und 20 Gew.-% Irostic 8304 
HV (Thermoplastisches Polyurethan) der Fa. Huntsman wurden in einem MelSkneter der 
Fa. Haake bei ca. 130 X und 15 MInuten bei 25 U/min. abgemischt Die Hitze- 
5 aktivierbare Klebemasse wurde anschlieKend zwischen zwei Lagan silikonisiertem 
Giassine-Trennpapier auf 60 pm ausgepresst bei 140 X. 

Implantierung der elektrischen Module 
10 Die Implantierung der elektrischen Module in den Kartenkorper erfblgte mit einem 
implanter der Fa. Ruhlamat 
Es wurden folgende Materiaiien emgesetzL 

Bekbische Module: Nedcard Dummy N4C-25C, Tape-Type: 0232-10 
15 PVC-Karten: Fa. CCD 
ABS-Karte: Fa. ORGA 

In einem ersten Schritt werden uber eine Zweiwalzenkaschieranlage der Fa. Storck 
GmbH die Beispiele 1 bis 3 mit 2 bar auf den Modulgurt der Fa. Nedcard kaschiert. 
20 Dann werden die elektrischen Module in die passende Kavitat des Kartenkorpers 
implantiert. 

Es wurden folgende Parameter fur alle Beispiele angewendet: 

Heizschritte: 1 
25 Stempeltemperatun ISO^'C 
Zeit: 1x2s 

Kuhlschritt: 1x 800 ms. 25''C 
Druck: 70 N pro Modul 

30 Ergebnisse: 

Die mit den erfinderischen Klebemassen hergestellten Chipkarten wurden nach den 
Testmethoden B, C und D ausgetestet Die Ergebnisse sind in der Tabelie 1 dargestellt 
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Beispiele 


Testmethode B 


Testmethode C 


Testmethode D 


1 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 


2 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 


3 


Bestanden 


bestanden 


Bestanden 



Tabelle 1 kann entnommen werden, dass alle erfinderischen Beispiele die wichtigsten 
Kriterien fur eine Chipkarte bestanden haben und somit sehr gut zur Verklebung von 
elektrischen Modulen auf Kartenkorpem geeignet sind. 

5 



Tab. 2 



Referenz 


Testmethode B 


Testmethode C 


Testmethode D 


1 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Nicht Bestanden 


2 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 


Nicht Bestanden 


3 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Bestanden/nicht 
bestanden auf ABS 


Nicht Bestanden 


4 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 


Nicht bestanden 



Die Referenzmuster in Tabelie 2 sind dagegen bedeutend schlechter und bestehen 
1 0 insbesondere auf ABS Kartenmaterialien nicht die Testmethoden. 

Die rheotogischen E^enschaften sind in der folgenden Tat>elle 3 aufjgeiistet 



Tab. 3 



Beispiele 


G' in [Pa] bei 23»C 


G" in pa] bei 23-0 


Crossover 


1 


2x10« 


4.0x10' 


113 


2 


2x10° 


3x10' 


120 "C 


3 


1 xlO" 


4.5x10' 


120-0 
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Patentanspruche 

1 . Klebstofffolie, bestehend aus einem Blend aus zwei Thermoplasten T1 und T2, wobei 

a) das Klebesystem eine Erwei'chungstemperatur von groSer 65 ''C und kleiner 125 
5 ^'C aufweist 

b) einen nach Testmethode A gemessenen Speichennodul G' bei 23 von grofler 
10^ Pas besitzt 

c) einen nach Testmethode A gemessenen Veriustmodul G" bei 23 ^'C von grailer 
10^ Pas besitzt 

10 d) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125 **C 
aufweist. 

2. Klebstofffolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke 
zwischen 10 und 100 //m, besonders bevorzugt zwischen 30 und 80 //m betragt. 

15 

3. KlebstofFFolle nach mindestens einem der vorangegangenen AnsprOche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Thermoplasten T1 und T2 solche aus den Gruppen der 
Copolyamide, Polyethylvinylacetate, Polyvinylacetate, Polyolefine, Polyurethane und 
Copolyester gewShlt werden 

20 

4. Klebstofffolie nach mindestens einem der vorangegangenen AnsprOche, dadurch 
gekennzeichnet. dass zusatzlich als Reaktivharze Epoxid-, und/oder Phenol- 
und/oder Novolak-Harze eingesetzt werden. 

25 5. . Verwendung einer Klebstofffolie nach einem der vorstehenden Ansprtlche zur 
Verklebung von Chipmodulen in Kartenkorpem. 

6. Verwendung einer Klebstofffolie nad^ einem der vorstehenden Anspruche zur 
Verklebung auf Polyimid-, Polyester oder Epoxy-basierenden Chipmodulen und auf 

30 PVC, ABS, PET, PC, PP Oder PE Kartenkorpem. 

7. Verfahren zur Herstellung eines Hitze-aktivierbaren Klebebandes, durch 
gekennzeichnet, dass eine Klebstofffolie nach den Anspruchen 1 bis 4 auf ein 
Releasepapier oder einen Releasefilm beschlchtet wird. 

35 
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8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Hitze-aktivierbare 
Klebeband gestanzt wird. 

9, Verfahren nach mindestens einem der vorangegangen AnsprOche, dadurch 
igekennzeichnet, dass das Hitze-aktivierbare Klebeband mit einer 
implan«erstempeltemperatur von 150 ''C verarbeitet wird. 
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